
半導体製造における熱処理工程のＦＡ装置製作
～ウエハに見立てたピザトーストの熱処理を通して～
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トッピング

トッピング

4枚のパンを格納出来ます。

ボールねじによる昇降動作
と、シリンダーによるベルト
上への搬送を行います。

パン格納庫

4種類の具材を自動トッピ

ングします。スクリューを回
転させて、具材を搬送しま
す。

熱処理

ガラス管ヒーター2本を配

置しています。センサーで
読み取った温度をコント
ローラーに表示します。

半導体の熱処理には、高度な技術が必要で、
再現が難しいです。そこで、熱処理の対象をピ
ザトーストに変更し、研究活動を行いました。

変更


